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摘要(译)

提供了用于单元件超声换能器的方法和系统。 在一个实施例中，超声换
能器包括正面，与正面平行的背面，压电层，该压电层具有电连接到信
号垫的顶表面和电连接到接地垫的底表面。 这样，换能器可以牢固地工
作，并且可以自动安装到成像探头。
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